
WanLian Technology Co., Ltd

Pitch 1.00mm 180ºSH 单排立贴带锁扣 Wafer

吸取盖方向一致

Solder tabs

Contacts

Housing

CAP (产品总高4.9mm)

盖子装于产品中心

Circuit 1

盖子增加缺口

缺口为浇口工艺，

手工加盖缺口位置在针脚一侧。
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